券代码：300493.SZ                                证券简称：润欣科技

上海润欣科技股份有限公司投资者关系活动记录表
                                                      编号：2016-002
	投资者关系活动类别

	√特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观	
□其他 （请文字说明其他活动内容）

	参与单位名称及人员姓名
	
	单位
	姓名
	单位
	姓名

	华创证券
	张健
	沃珑港
	段中元

	南土资产
	陈韫中
	富敦投资
	孙通

	中泰证券
	李和瑞
	浙商证券
	唐光英

	浙商证券
	陈俊杰
	中银国际
	朱超彦

	东方汇富
	倪丹平
	中银国际
	吴彤

	东方汇富
	王小东
	中银国际
	程燊彦

	南方基金
	郑小溪
	农银汇理
	刘攀




	时间
	[bookmark: _GoBack]2016年4月19日

	地点
	公司会议室

	上市公司接待人员姓名
	董事会秘书    庞军        财务负责人  胡惠玲
证券事务代表  刘一军      财务经理    孙剑

	投资者关系活动主要内容介绍

	一、公司董秘庞军先生介绍公司情况
上海润欣科技创建于2000年，公司是国内领先的IC产品授权分销商，分销的IC产品以通讯连接芯片和传感器芯片为主。目前主要代理高通创锐讯、恩智浦、AVX/京瓷、普思、新思、思佳讯等全球著名IC设计制造公司的IC产品，并拥有中兴康讯、共进电子、大疆创新等客户，是IC产业链中连接上下游的重要纽带。
公司总部位于上海市徐汇区，在北京、深圳、香港、台湾等地设有研发机构和分/子公司。2015年销售额超过10亿元人民币。 
二、投资者交流互动
Q1：贵公司对物联网芯片的划分是怎样的？
答：物联网连接万物， 需要通过传感器采集存贮数据并上传到云端。从物联网的基础技术划分，我们把物联网芯片划分为：无线连接芯片、传感器芯片、安全控制类芯片。

Q2：公司代理新思芯片，每年的出货量大概是多少？
答：公司每年销售的新思芯片超过1000万片，过去两年销售的主要的是触控类芯片，从今年开始有做指纹识别。

Q3：公司是否有代理汇顶公司的芯片？一个团队是不是只能代理一家公司的芯片？
答：公司没有代理汇顶公司的芯片，因为它和新思是竞争对手，授权代理商的一个团队通常只能分销几条竞争产品线中的一条线。

Q4：公司的增速主要是基于行业的增速还是基于我们获得的市场份额？
答：这跟我们的芯片供应商有关，我们的供应商相对比较有竞争力，在智能手机领域的话，高通排名第一，竞争力较强，增速一般会快于其他供应商；恩智浦，在微处理器、汽车电子、安全控制方面具有优势，份额很高。

Q5：高通智能手机的全球出货增速并无大的增长，而我们的预期增长是否受影响？
答：高通智能手机的基带和处理器芯片，涉及专利授权费， 通常采用直供的方式。高通公司除了做手机基带等核心芯片外，还专门成立物联网部，将处理器应用于物联网上，如无人机、车联网、无线IP摄像头等，我们的业务主要集中在高通平台的外围芯片上。

Q6：国内市场是否更有发展空间？
答：现在国家的芯片自有化率不高，大概不到10%，而日本、韩国、台湾等电子加工业发展到中后期自有化率会达到30%左右，国家的“十三五规划”把信息安全、提高制造业芯片国产化率作为基本国策，鼓励自主研发，支持海外并购重组，给中国本土的分销商带来了很大的发展机会。

Q7：如何从高通这样芯片设计公司手里拿到定价权？
答：IC行业分工很细，产业链扁平化，国外领先的半导体设计公司一般只对行业领先的大客户提供技术支持和商务支持。一些创新型的小公司很难从芯片供应商得到技术支持和很优惠的价格。润欣作为本土的芯片分销商，可以在一个细分行业和应用上集合很多家客户，集腋成裘，用大量的订单增加议价能力，帮中小客户申请到优惠的价格。

Q8：公司和力源信息相比有什么优势？
答：公司在业务类别上和力源信息有差别，从定位上说力源信息是目录分销商，我司是技术分销商，从芯片数量、客户数量、产品集中度来说都有较大的差别。目前力源也在通过购并重组向技术分销方向发展。

Q9：公司在技术分销领域的市场份额如何？
答：公司近几年一直是属于中国本土十大IC分销商，我们只是在某一个细分领域做的比较深，有一定的份额，而相对于整个中国市场总容量（上万亿），我们还有很大的成长空间。

Q10：公司产品提供技术和服务内容的芯片所占的比重是多少？
答：公司需要提供设计方案的芯片销售占整个公司销售额的70%左右。

Q11：芯片的良率是多少？
答：从我们以往的经验来看，芯片的良率非常高，基本没有出现过比较大的质量问题，如果出现问题并定位是芯片质量问题的话，可以通过RMA流程向供应商申请退换。

Q12：IC行业比较分散，国外有一些很大的分销商，是通过并购扩展，公司是不是未来也会走这条路？并购是不是能够弥补分销行业的缺陷？
答：公司的发展都是有历史原因的，国际著名的半导体分销商都是经过了三十年以上的发展，跟着半导体行业发展起来的，资本体量很大，有很多产品线。并购是不是能够弥补分销行业的缺陷，这取决于最终的发展趋势，这几年芯片行业并购重组频繁，如果在上游稳定的情况下，并购会优化产品结构，扩大体量，但是上游不够稳定的情况下，就不一定。

Q13：现在并购有横向的，并购同行业的，还有是纵向的，往上游或者下游并购，公司是什么打算呢？
答：对于并购，公司还在研究，至于是向上并购还是向下并购还没有确定。公司刚刚进入资本市场，对于外延式发展，在公司发展到一定阶段，在条件和时机成熟时，会考虑通过并购的方式整合外部资源，优化企业的产品结构，实现快速增长和资源优势互补，提升自己的客户资源和技术服务能力。

Q14：如何看待线上分销模式？
答：线上分销模式很早就存在了，并不是这几年的新兴模式，一些国外的分销商已经做的很好，但是其业务模式和我们不一样，它取决于芯片供应和客户碎片化，相对来说，对技术支持的含量要求不是很高。

Q15：分销商的存在是因为上游厂商多、下游客户多，原厂无法直接满足所有客户的需求，而现在客户的技术能力在提高，那未来会不会出现原厂避开分销商去直接服务客户？如果这样会不会压缩到分销商的份额？
答：现在的客户技术能力是在提高，原厂也会对国内一些技术实力强的大客户提供直接的技术支持。而如果原厂要对客户直接提供技术服务的话，需要配备与分销商差不多数量的技术人员，从成本上来说，原厂是需要考虑成本的。而客户的技术能力也是原厂考虑是否直接提供技术支持的因素。

Q16：作为分销商，公司是否考虑通过并购扩大自己的规模，通过协同效应和规模效应来扩大自己的服务范围？
答：国外一些分销商已经在协同效应和规模效应上做到了极致，在一些成熟的电子产品里，有的几乎可以涵盖产品95%的芯片，而我们还是会在公司擅长的领域专注、专业化。 

Q17：资金强大对公司业务会有什么影响？ 
答：我们做芯片的运营也有备货周期和给客户的账期，资金规模对业务规模是有影响的，对于IC分销行业来说，对资金的需求量还是蛮大的。

Q18：公司要扩大规模的话，资金的需求量会很大，那接下来有没有继续融资等规划？是打算去并购竞争对手还是其他？
答：我们外延式的发展，如并购、重组等会做，但是须在公司发展到一定阶段，在条件和时机成熟时，并且得找到好的方向。这样公司才会通过并购使公司的产品结构更加合理。

Q19：授权经销商和非授权经销商的区别在哪里？
答：授权的门槛比较高，原厂不会轻易授权，授权基本是排他，国内的大中型客户基本都是由授权分销商支持的，没有授权是不能做的，而非授权经销商其实位于授权分销商的下游，也叫贸易商。原厂会根据客户对分销商进行非常严格的管控。

Q20：芯片厂商会给公司提供怎样的技术支持？
答：芯片原厂会有技术培训，一些内核资料和参考设计对我司是免费开放的，而对其他下游客户是收费的。

Q21：授权资格的取得是靠什么？销售额还是其他？
答：对于本土分销商来说，原厂主要还是看技术实力和价值，关键是要能给原厂创造较大价值。

Q22：IC行业的供货顺序是怎样的？
答：首先是行业前三名的产品及客户，提前半年左右去尝试，每一个细分行业，找1-2家，技术人员在客户进行为期半年的实践，后进行产品选择。接下来，是有发展潜力的重点客户，然后是向更广泛的客户群体推广。

Q23：一般，产品的研发周期多长？
答：消费类产品大概两年，手机类大概一年。

Q24：我们公司在广电EOC的份额是多少？
答：大概50%。

Q25：前段时间美国制裁中兴，对公司有无影响？
答：刚开始会有一些影响，但是后来问题解决了，事实上对我们影响不大。

Q26：芯片的产品化过程是怎样的？
答：芯片初期是比较基础的板，包含多种接口，而如何应用到产品上，需要根据客户的需求，将芯片推荐给客户，然后对芯片进行处理。客户对产品比较熟悉，而我们对我们分销的产品比较专业。

Q27：公司有多少人？有多少技术工程师？一个工程师可以支持几个项目？design in 到design win一般要多久？
答：公司共有180人左右，其中FAE、AE有60个左右。
在产品的开发过程中需要不同的专业技术人员进行支持，一般需要2到3个工程师一起，而在产品维护的后期基本上可由1名FAE工程师专门负责汇总和跟踪问题。
从design in 到design win一般要3个月左右。

Q28：公司上市后技术人员是否有增长？
答：上市后公司的技术人员有在增加，具体公司会根据市场和客户的增长情况，来调整人员规模和技术支持效率。

Q29：研发工程师的工作内容是什么？
答：研发工程师研发平台整体解决方案，每年会有3到5个自主研发的项目，在市场没有推开之前，没有可参考方案，就得靠研发工程师自己研发设计，将整个板从头到尾开发出来。今年我们在物联网上有几个研发方案。

Q30：对于无需提供技术支持的芯片的选择是怎样的？
答：无需提供技术支持的芯片可替代性比较大，一般都是客户自己选择。





	附件清单（如有）
	无

	日期
	2016-4-19




